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 1   Materialien
 1.1 Substrate

 1.1.1 Plastikfolien
 1.1.2 Metallfolien
 1.1.3 Papier
 1.1.4 Glas
 1.1.5 Textilien
 1.1.6 Sonstige Substrate

 1.2  Leitende Materialien
 1.2.1 Organische Leiter
 1.2.2 Anorganische Leiter
 1.2.3 Nanomaterialien
 1.2.4 Carbon Nanotubes
 1.2.5 Graphen
 1.2.6 Hybride Leiter

 1.3  Halbleiter
 1.3.1 Polymere Halbleiter
 1.3.2 Halbleiter (kleine Moleküle)
 1.3.3 Anorganische Halbleiter
 1.3.4 Nanohalbleiter
 1.3.5 Carbon Nanotubes (Halbleiter)
 1.3.6 Hybride Halbleiter

 1.4  Dielektrika
 1.4.1 Organische Dielektrika
 1.4.2 Anorganische Dielektrika
 1.4.3 Nanomaterialien
 1.4.4 Hybride Dielektrika

 1.5 Verkapselungsmaterialien und Kleber 
 1.5.1 Dünnfilmverkapselung
 1.5.2 Polymerverkapselung
 1.5.3 Metallverkapselung
 1.5.4 Glasverkapselung
 1.5.5 Kleber
 1.6  Sonstige Materialien

 2  Herstellungsverfahren und -technik
 2.1 Massendruckverfahren

 2.1.1 Tiefdruck
 2.1.2 Offsetdruck
 2.1.3 Flexodruck
 2.1.4 Siebdruck
 2.1.5 Sonstige Massendruckverfahren

 2.2 Digitale Druckverfahren
 2.2.1 Inkjetdruck
 2.2.2 Sonstige digitale Druckverfahren

 2.3 Sonstige Druckverfahren
 2.3.1 Mikrokontaktdruck
 2.3.2 Nano imprint

 2.4 Vakuumprozesse
 2.4.1 Aufdampfverfahren
 2.4.2 Sputtering
 2.4.3 Organic vapor phase deposition (OVPD)
 2.4.4 Sonstige Vakuumprozesse
 2.5  Fotolithografie

 2.6 Laserverfahren
 2.6.1 Laserablation
 2.6.2 Lasertransfer

 2.7 Beschichtungsverfahren
 2.7.1 Rotationsbeschichtung (Spin coating)
 2.7.2 Tauchbeschichtung (Dip coating)
 2.7.3 Rakelbeschichtung (Blade coating)
 2.7.4 Sonstige Beschichtungsverfahren

 2.8  Materialverarbeitung 
 2.8.1  Dispergiertechnik
 2.8.2  Sonstige Materialverarbeitung

 2.9  Photoinduzierte Prozessierung
 2.9.1 IR Trocknungsverfahren
 2.9.2  UV Verfahren
 2.9.3  Laserverfahren

 2.10  Dosier- und Mischtechnik
 2.10.1  Pumpen
 2.10.2  Sonstige Dosier- und Mischtechniken

 2.11 Verkapselungstechnik
 2.11.1 Dünnschichtverkapselung
 2.11.2 Polymerverkapselung
 2.11.3 Metallverkapselung
 2.11.4 Glasverkapselung
 2.11.5 Sonstige Verkapselungstechniken
 2.12 Reinraumtechnik
 2.13 Rolle-zu-Rolle-Verfahren
 2.14 Sonstige Herstellungsverfahren und -techniken

 1   Materialien
 2  Herstellungsverfahren und -technik
 3  Aufbau- und Verbindungstechnik,

Systemintegration

 4   Inspektions- und Testsysteme
 5   Bauelemente/Geräte
 6 Anwendungen
 7  Dienstleistungen und Services

Warengliederung

Übersicht WarengliederungAnwendungsverzeichnis

 01. Automobil

 02. Gebäude & Architektur

 03. Unterhaltungselektronik

 04. Energie

 05. Beleuchtung

 06. Logistik

 07. Medizin & Pharma

 08. Verpackung

 09. Druck & Graphik

 10. Textil

 11. Weiße Ware


